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発明の効果
（新規性・優位性）

利用シーン（展開可能分野）

想定するライセンシー像
（保有技術や事業領域）

端子の底面をケースの端子載置面に当
接しながら立設部を側壁まで押し込むこ
とができることから、ケース部材に端子を
取り付ける作業の効率性が高い。

端子位置が可変であることから、カ

スタム性を問われる、高電圧・高電流

向けの集積回路を製造するメーカーを

想定。

端子を集積回路(モールド)部に接続する際
に、接続位置は可変であり、端子を安定して
固定することが容易であるため、物理的な振
動にも強く、動かして使用する装置に有用。
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